中国电子科技集团公司第二研究所招聘简章
一、单位简介

中国电子科技集团公司第二研究所成立于1962年，隶属于中国电子科技集团公司、中电科电子装备集团有限公司，位于山西省太原市，是从事电子装备、半导体材料及电子电路制造研发生产的国家级研究所，现有员工1000余人，技术人员占60%以上。

目前拥有国家级微组装技术研究应用中心、宽禁带半导体材料制备山西省重点实验室、八个事业部，是国家“微组装技术依托单位”和科技部“LCD设备研发技术依托单位”。

电子装备领域，二所致力于微组装工艺设备、特种工艺设备、半导体材料制造设备的研发生产，多项技术达到国际先进水平。2015年，二所作为山西省和集团公司唯一代表荣获工信部首批智能制造示范单位授牌。

电子电路制造研发领域，二所通过近年来的不断发展，在无源器件研发技术、LTCC陶瓷基板制造工艺技术、电路组件微组装制造工艺技术等方面均处于国内领先水平。

碳化硅材料领域，二所在国家部委的支持下，引进国内外高端人才，通过自主创新和自主研发，已掌握了碳化硅生长装备制造、高纯碳化硅粉料制备工艺、N型和高纯碳化硅单晶衬底制备工艺，技术已达到国内领先水平。

正值国家深化改革、科技创新，山西综改区创建的大好时机，作为主力军的二所迎来了前所未有的发展机遇。

现诚邀海内外精英共建丰功伟业！   

二、招聘需求
	岗位
	需求专业
	学历
	人数
	岗位描述

	半导体材料加工
	材料物理与化学、微电子与固体电子学、材料学或凝聚态物理专业
	博士
	1
	从事SiC半导体晶片的化学机械抛光与清洗

	半导体材料研发
	材料物理与化学、微电子与固体电子学、材料学或凝聚态物理专业
	硕士、博士
	7
	从事SIC单晶生长，粉料合成，晶片加工，交接，设备维护

	电路设计
	电磁场与微波专业
	硕士、博士
	3
	从事微波模块系统级电路设计

	工艺设计
	电子装联工艺、电子陶瓷材料专业
	硕士、博士
	4
	从事陶瓷基板制造工艺研究、电子产品微组装工艺研究

	机械设计类
	机械设计、工业设计（艺术设计类）等相关专业
	硕士
	10
	从事机械结构设计及开发

	电气设计类
	电气自动化、控制工程、软件开发、模式识別与智能系统、图像处理系统等相关专业
	硕士
	10
	从事电气软硬件设计、结构设计、软件开发

	市场开发
	机电类及市场营销专业
	硕士
	9
	从事市场开拓、产品推广

	会计
	财务、会计相关专业
	硕士
	2
	从事税务、成本费用核算

	动力工程技术管理
	动力工程、空调暖通、电气工程及其自动化（输配电方向）、机电一体化相关专业
	硕士
	4
	从事动力系统（空调、暖通、压空、供水、变配电设备等）的设计、维护管理

	工程管理
	土木工程、电气工程、暖通工程、给排水工程专业
	硕士
	4
	从事工程建设的前期规划方案编制及工程现场技术监督管理
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三、招聘流程

1、宣讲会现场接收简历，应聘者也可将个人简历发送至邮箱：esrlzy@126.com（邮件主题为：“姓名+性别+学历+学校+专业”）;

2、对应聘者简历进行筛选、资格审查，现场初面；

3、通知复试，电话确定面试时间，请保持电话畅通；

4、确定录用人选。

四、联系方式

通信地址：山西省太原市和平南路115号

邮    编：030024

联系部门：人力资源部

联系电话：0351-6522876 

联 系 人：张建军、张明山、聂峰、臧琳琳
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单位网页：http://www.ersuo.com
微信公众号：
